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Abstract (en)
[origin: CN112309675A] In a method for producing an induction component (1), a substrate comprising a magnetic material is sintered and
subsequently comminuted. The comminution has the effect of producing sintered particles(P1, P2), which are mixed with a binder (B1, B2) to form
at least one mixture. The at least one mixture and the at least one coil (2) are placed in a mould and subsequently the binder (B1, B2) is activated
such that the sintered particles (P1, P2) together with the binder (B1, B2) form at least one magnetic core (3, 4) which at least partially surrounds the
at least one coil (2). The method enables the production of an induction component (1) having improved electromagnetic properties to be easy and
cost-effective.

Abstract (de)
Bei einem Verfahren zur Herstellung eines induktiven Bauteils (1) wird ein Grundkdrper, der ein magnetisches Material umfasst, gesintert und
anschlieBend zerkleinert. Durch das Zerkleinern entstehen gesinterte Partikel (P<sub>1</sub>, P<sub>2</sub>), die mit einem Bindemittel
(B<sub>1</sub>, B<sub>2</sub>) zu mindestens einer Mischung gemischt werden. Die mindestens eine Mischung und mindestens eine Spule
(2) werden in einer Form angeordnet und anschlieBend das Bindemittel (B<sub>1</sub>, B<sub>2</sub>) aktiviert, so dass die gesinterten
Partikel (P<sub>1</sub>, P<sub>2</sub>) mit dem Bindemittel (B<sub>1</sub>, B<sub>2</sub>) mindestens einen magnetischen Kern (3, 4)
ausbilden, der die mindestens eine Spule (2) zumindest teilweise umgibt. Das Verfahren ermdglicht eine einfache und kostengtinstige Herstellung
des induktiven Bauteils (1) mit verbesserten elektromagnetischen Eigenschaften.
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